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大 原 泰 明
本研究では金属及び半導体材料の光音響信号のインパルス応答を相関法を用いて測定し,そ
れを理論と比較した｡その結果インパルス応答から熱拡散率が求まることやクラックの検出が
可能なことがわかった｡またシリコンのキャリアの寿命や表面再結合速度が推定できることも
わかった｡
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